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(54)实用新型名称

高保密销毁粉碎研磨装置

(57)摘要

本实用新型涉及保密销毁粉碎研磨装置。本

实用新型撕碎进料斗出料口与撕碎机进料口对

接,撕碎出料斗入料口与初级撕碎机出料口对

接；研磨进料斗进料口与撕碎出料斗出料口对

接，研磨进料斗出料口与研磨机进料口对接；除

尘集料模块包括旋风分离器和除尘室；旋风分离

器与除尘室相连；研磨机出料口通过风管与除尘

集料模块中旋风分离器的进料口连接。本实用新

型先撕碎将物料尺寸缩小，然后再进行研磨，将

需销毁物料粉碎成细小颗粒，提高了效率，满足

了粉碎尺寸的要求。
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1.一种保密销毁粉碎研磨装置，包括机架、粉碎模块和除尘集料模块；其特征在于：所

述的粉碎模块包括初级撕碎机组件和二级研磨机组件，初级撕碎机组件包括撕碎进料斗、

初级撕碎机、撕碎电机和撕碎出料斗，撕碎进料斗出料口与初级撕碎机进料口对接；初级撕

碎机内设置有撕碎刀，撕碎电机输出轴与撕碎刀连接，用于控制双轴撕碎刀转动；撕碎出料

斗入料口与初级撕碎机出料口对接，初级撕碎机固定在机架上；二级研磨机组件包括研磨

进料斗、研磨机、研磨出料口和研磨电机，研磨进料斗进料口与撕碎出料斗出料口对接，研

磨进料斗进料口对接撕碎出料斗出料口；研磨进料斗出料口与研磨机进料口对接，研磨机

和研磨电机固定在机架上，研磨机内设置粉碎转子，粉碎转子与研磨电机输出轴连接；除尘

集料模块包括旋风分离器和除尘室，旋风分离器与除尘室相连；研磨机出料口通过风管与

除尘集料模块中旋风分离器的进料口连接。

2.如权利要求1所述的保密销毁粉碎研磨装置，其特征在于：所述的撕碎刀为双轴撕碎

刀。

3.如权利要求1所述的保密销毁粉碎研磨装置，其特征在于：所述的旋风分离器底部设

置集料斗，除尘室底部设置积灰斗。

4.如权利要求1所述的保密销毁粉碎研磨装置，其特征在于：所述的撕碎电机固定在撕

碎机机箱侧板上。

5.如权利要求1所述的保密销毁粉碎研磨装置，其特征在于：所述的粉碎转子与研磨电

机轴相连接。

6.如权利要求1所述的保密销毁粉碎研磨装置，其特征在于：所述的粉碎转子包括刀盘

和刀片，刀盘圆周上固定有滤网。
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高保密销毁粉碎研磨装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于粉碎研磨技术领域，具体涉及一种高保密销毁粉碎研磨装置。

背景技术

[0002] 随着科技进步，信息存储的方式也随着科技在快速变化，光盘作为曾经主导信息

存储的媒介地位已经逐渐被取代，所以秉着环保及保密的理念，这些废旧的光盘就需要进

行销毁粉碎，芯片等半导体集成器件随着科技进步也同样的在快速的更新，同理废旧芯片

等集成元器件也是需要粉碎销毁的。内存条、光盘以及线路板等带有重要信息物件的粉碎

销毁也是很有必要的。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种高保密销毁粉碎研磨装置。

[0004] 本实用新型包括机架、粉碎模块和除尘集料模块。所述的粉碎模块包括初级撕碎

机组件和二级研磨机组件，初级撕碎机组件包括撕碎进料斗、初级撕碎机、撕碎电机和撕碎

出料斗，撕碎进料斗出料口与初级撕碎机对接；初级撕碎机内设置有撕碎刀，撕碎电机输出

轴与撕碎刀连接，用于控制双轴撕碎刀转动；撕碎出料斗入料口与初级撕碎机出料口对接，

初级撕碎机固定在机架上；二级研磨机组件包括研磨进料斗、研磨机、研磨出料口和研磨电

机,研磨进料斗进料口与撕碎出料斗出料口对接，研磨进料斗出料口与研磨机进料口对接；

研磨机和研磨电机固定在机架上，研磨机内设置粉碎转子，粉碎转子与研磨电机主轴连接；

除尘集料模块包括旋风分离器和除尘室，旋风分离器与除尘室相连；研磨机出料口通过风

管与除尘集料模块中旋风分离器的进料口连接。

[0005] 所述的撕碎刀为双轴撕碎刀。

[0006] 所述的旋风分离器底部设置集料斗，除尘室底部设置积灰斗。

[0007] 所述的撕碎电机固定在撕碎机机箱侧板上。

[0008] 所述的粉碎转子与研磨电机通过电机轴直接传动。

[0009] 所述的粉碎转子包括刀盘和刀片，刀盘圆周上固定有滤网。

[0010] 光盘、较大半导体器件或者pcb板等是相对大的，若要将其粉碎成细小颗粒，直接

用普通撕碎不会达到这种要求，要是直接进行研磨粉碎，由于尺寸过大，可能不能直接进行

研磨处理，效率会大大降低，本实用新型先撕碎将物料尺寸缩小，然后再进行研磨，将需销

毁物料粉碎成细小颗粒，提高了效率，满足了粉碎尺寸的要求。

附图说明：

[0011] 图1、2为本实用新型的一个整体结构示意图；

[0012] 图3为撕碎模块的结构示意图；

[0013] 图4为研磨粉碎模块的结构示意图。
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具体实施方式：

[0014] 以下将参照附图，对本实用新型的优选实施例进行详细的描述。

[0015] 如图1和2所示，一种高保密销毁粉碎研磨装置，包括钣金机架9、粉碎模块和除尘

集料模块。粉碎模块包括初级撕碎机组件和二级研磨机组件，初级撕碎机组件包括撕碎进

料斗1、初级撕碎机2、撕碎电机3和撕碎出料斗4，撕碎进料斗1出料口与撕碎机2进料口对

接；初级撕碎机2内设置有双轴撕碎刀，如图3所示，撕碎电机3固定在撕碎机2机箱侧板上，

撕碎电机3输出轴与双轴撕碎刀通过齿轮连接，用于控制双轴撕碎刀转动；撕碎出料斗4入

料口与初级撕碎机2出料口对接，初级撕碎机2固定在钣金机架9上；如图4所示，二级研磨机

组件包括研磨进料斗5、研磨机6、研磨出料口7和研磨电机8，研磨进料斗5进料口与撕碎出

料斗4出料口对接，研磨进料斗5出料口与研磨机6进料口对接；研磨机6和研磨电机8固定在

钣金机架9上，研磨机6内设置粉碎转子和滤网，粉碎转子与研磨电机8输出轴直连传动，根

据不同的保密等级可以更换不同大小的滤网；研磨机6出料口作为研磨出料口7，研磨出料

口7通过风管10与除尘集料模块中旋风分离器11的进料口连接。

[0016] 除尘集料模块包括旋风分离器11和除尘室12；旋风分离器11与除尘室12相连，旋

风分离器11底部设置集料斗13，除尘室12底部设置积灰斗14。

[0017] 工作流程：

[0018] 将物料(如：光盘、半导体元器件、pcb板、内存条)经过撕碎进料斗1放入初级撕碎

机2中进行初级撕碎，经初级粉碎后的物料通过撕碎出料斗4排出，并通过研磨进料斗5进入

研磨机6中开始研磨，除尘室12内的风机高速旋转产生风压，经研磨后的细料及灰尘在风压

的作用下会通过内部滤网排出，滤网固定在刀盘圆周上，(滤网孔的大小可以决定出料颗粒

的大小)，并通过研磨出料口7进入风管10中，从而进入旋风分离器11中进行分离，细料经分

离后落入集料斗13中收集，含尘气体通过除尘室12下方的滤芯进行过滤净化，最后排出净

化气体。
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图1
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图2

图3
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图4
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